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Welt der Halbleiter:
zwischen Geopolitik und
Technologie-Wettlauf

Die COVID-19-Krise hat das Bewusstsein flir mégliche Abhéngigkeiten bei Chips gescharft,
die heutzutage tberall zu finden sind.

Die Europdische Union hat zundchst nur zégerlich reagiert, jetzt aber das Chip-Gesetz
vorgelegt. Ist es nicht schon zu spdt? Reicht das? Ist das der richtige L6sungsansatz?
IndustriAll Europe wollte Hintergrundwissen zu diesem wichtigen Thema und hat bei Syndex
eine Studie dartiber in Auftrag gegeben.

$%industriAll

EUROPEAN TRADE UNION
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Eckdaten der Halbleiterindustrie

Der Halbleitermarkt hat in den letzten Jahren ein Volumen von fast 600 Mrd. $ erreicht. Das
Wachstum ist so hoch, dass bis zum Ende des Jahrzehnts die Marke von 1000 Mrd. $ geknackt
werden kénnte. Alle Segmente dlirften starke Zuwdchse verzeichnen (CAGR von 7 %), aber der
Automobil- (13 %) und der Industriesektor (9 %) sollten sogar noch stérker zulegen.

> DIE HALBLEITERINDUSTRIE KONNTE BIS 2030 AUF 1 BILLION $ WACHSEN
Zahlen und Fakten Wachstumstreiber sind die Bereiche Wireless, Automotive, Datenspeicherung

und auch die Industrieelektronik. Davon profitieren europaische Akteure.
Wachstumsstarke Branche
- CAGR von 7.5 % 1990-2010 Volumen des globalen Halbleitermarktes nach Segmenten, in Mrd. $

o (Richtwert)
+ CAGR von 7 % 2021-2030 Wachstumsbeitrag

. . der einzelnen Segmente,
CAPEX-intensive Branche CAGR*2021-2030: 7 /"} 1065 2021-2030, in %

. . . Drahtgebundene
Steigende Kosten fur Kommunikation
Halbleiterwerke (Fabs)

- Immer weniger Akteure mit

— Unterhaltungselektronik —

— Industrieelektronik —

entsprechender Investitionskraft 6%
%
Hohe FuE-Investitionen / — Automotive-Elektronik —
. %
- Hohe FUE-Ausgaben im 590 o
Verhaltnis zum Umsatz 13%
. . Drahtlose
- US-Unternehmen investieren Kommunikation
mehr 6%
Hochgradig zyklische Branche
o %tarke BIP-Abhangigkeit Datenverarbeitung
- Uberreaktion auf BIP- 5% und -speicherung
Entwicklung
Konzentration und 202 2050
oligopolistische Branche 1. CAGR: Compound annual growth rate - durchschnittliche jahrliche Wachstumsrate.

Quelle: The semiconductor decade a trillion-dollar industry. McKinsey. April 2022.

+ Quasi-Monopol von ASML

(lithografische Systeme)
. Quasi-Monopol von ARM > ANGEBOT UND NACHFRAGE BEI HALBLEITERN REGIONAL UNAUSGEWOGEN

(Architektur) Europa und die USA haben in den letzten Jahren in Bezug auf die Produktion
stark an Bedeutung verloren. Der Anteil Europas sank von 30 % im Jahr 1990 auf
12 % im Jahr 2019. Die US-Produktion ging im selben Zeitraum von 37 % auf 14 %
zuruck, China ist zu einem wichtigen Akteur im Bereich der Produktion gewor-

+ Quasi-Monopol von TSMC
(Foundry)

- Oligopol von Samsung/Hynix/
Micron (DRAM-Speicher)

- Samsung/Hynix/Kioxia/\X/estern

Halbleiterangebot und -nachfrage, nach Regionen, 2021, Anteil in %

8 M Rest der Welt
Digital/Micron (NAND-Flash- i
g g e 7 . M Sudkorea
peicner o M Japan
Taiwan
M Europa N./M. Osten,
Afrika
> 75 % der 7 China
Halbleiter- B USA
Fast 50 % des nachfrage
Halbleiter-
angebots

Angebot Nachfrage

Quelle: Semiconductor fabs: Construction challenges in the US. McKinsey & Company. January 2023.
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den, muss aber aufgrund der bedeu-
tenden Stellung bei der Montage von
elektronischen Geraten immer noch
groBe Mengen an Chips importieren.,
GroBe Exportlander sind dagegen
Taiwan und Japan.

1. DIE PRODUKTION ERFOLGT
HAUPTSACHLICH IN ASIEN:
TAIWAN, SUDKOREA, JAPAN UND
CHINA. Taiwan und Sudkorea verfu-
gen Uber die fortschrittlichste Tech-
nologie. Auf sie entfallen 73 % der
weltweiten Produktion. In bestimm-
ten volumenstarken Bereichen, wie
z. B. bei Speichern, ist der Anteil Asi-
ens sogar noch groBer.

2. DIE DOMINANZ ASIENS IM IN-
DUSTRIEBEREICH IST BEI HOHE-
RER TECHNOLOGISCHER KOM-
PLEXITAT NOCH AUSGEPRAGTER.
Je fortschrittlicher die Technologie
ist, desto starker ist der Markt in den
Handen Asiens, insbesondere Sud-
koreas und vor allem Taiwans. Die
beiden Lander sind die einzigen, die
die entsprechenden Verfahren in den
modernsten Fabs beherrschen.

Die USA sind bemuht, durch An-
reize fur Investitionen in die fort-
schrittlichsten Technologien wieder
vorne mitzumischen. In Europa sind
hingegen keine Investitionen in die
fortschrittlichsten Technologien ge-
plant.

3. USA SICHERT SICH WEITERHIN
EIN GROSSES STUCK VOM WERT-
SCHOPFUNGSKUCHEN (DESIGN).
Auch unter dem Gesichtspunkt der
Wertschopfung schneidet Europa
nicht besser ab. Trotz der Deindust-
rialisierung kann ein groBer Teil der
Wertschopfung in den USA gehal-
ten werden. Wafer-Herstellung und
PAT erfolgen Uberwiegend in Asien.
Auch die Verteilung der Wertschop-
fung gilt es in den Blick zu nehmen.
Fur Europa bleibt das Bild jedoch
unverandert duster, da es nur etwa
10 % der Wertschopfung auf sich

Verpackung, Montage
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1. Wafer-Produktionskapazitat nach Fab-Standort und Chip-Typ, 2020

B USA Taiwan M Sudkorea M Japan M China MRestd. Welt
Gesamt Semi 18 16 17 22 17
Logik-ICs INEEN = 5 B - s
Speicherchips i
Analog-ICs 27 1 8 43
Optoelektronik 12 9 32 30 5
Sensoren 36 1 24 14 23
Diskrete g
Halbleiter 0
0 10 20 30 50 60 70 80 90 100

Quelle: CRS, adaptiert von SEMI, World Fab Forecast, November 2020,

2. Die regionale Produktion von Halbleiterchips variiert je nach Nanometer-
zahl. Weltweit installierte Kapazitat, nach Nanometerzahl, Dezember 2020, in %

M USA [EChina M Europa, N./M. Osten, Taiwan M Japan M SUdkorea M Rest
Afrika d. Welt
40 =018 pm » n o
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1. Mikrometer. 2. Nanometer. Quellen: IC Insights; IHS Markit; SEMI World Fab Forecast database. Semiconductor fabs:
Construction challenges in the US, McKinsey & Company, Januar 2023.

3. Wertschopfung in der Halbleiterindustrie nach Tatigkeitsbereichen und

Regionen 2021 (in %)

B USA MEuropa [EChina BESudkorea M Japan

Taiwan M Sonstige
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1. Design: Hauptsachlich Fabless/Logik-ICs (MFL), hauptsachlich IDM/Speicherchips, Hybrid (Fab-Lite)/DAO.

Quelle: 2022 State of the U.S. semiconductor industry. SIA.

vereint, was dem entsprechenden
Anteil an der Produktion entspricht.
Ganz anders sieht es hingegen
in den USA aus, wo rund 35 % der
Wertschdpfung erwirtschaftet wer-
den. Dies ist auf die wichtige Rolle

der USA in der FUE zuruckzufuhren,
aber auch darauf, dass mehrere
groBe US-Akteure Fabless-Unter-
nehmen (ohne eigene Fertigungs-
statten) sind, auf die rund 35 % der
Wertschopfung entfallen.
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> DIE GLOBALEN BIG PLAYER KOMMEN AUS ASIEN UND AMERIKA. Die Schwache der europaischen Industrie wird durch
eine Untersuchung der fuhrenden Unternehmen des Sektors bestatigt. Nur sehr wenige Unternehmen sind unter den
Top 10 (nur eines, und das ist ein Anbieter von Halbleiterausrustungen und kein Halbleiterakteur im eigentlichen Sinne) oder
auch nur unter den Top 100.

Das erste chinesische Unternehmen liegt auf Platz 29. Nur 14 europaische Unternehmen schaffen es unter die Top 100. Die
Rangliste wird von US-Unternehmen dominiert.

Top 10 der bérsennotierten Halbleiterunternehmen nach Umsatz

Platz Unternehmen Land Umsatz (Mio. $)
1 samsung . Sudkorea 218047
e TSMC ... Tawan 72005
....... 3. el o USA . s404
....... 4 . Qualcomm . USA 1 38884

5 Broadcom USA 35042
o s o mme
....... 7o ASML . Nedefande 27424

8 | Applied Materials USA

NVIDIA

AMD

Quelle: companiesmarketcap.com.

Staatliche MaBnahmen in der ganzen
Welt

Nicht nur die Europdische Union, sondern auch andere Lédnder und Regionen der Welt haben MaB-
nahmen zur Verringerung ihrer starken Abhéngigkeit von einer Handvoll Lénder ergriffen. In allen
Erdteilen wurden Plane zur Ansiedlung oder Rlickverlagerung der Produktion und/oder FUE ange-
kindigt. Die Anziehung von Investitionen wird tberall massiv subventioniert. Dies kann héchst be-
denklich sein, wenn keine Auflagen daran gekntipft sind.

> WELTWEIT WERDEN SUBVENTIONSPLANE AUS DEM BODEN GESTAMPFT

Japanische Finanzie-
rung 2021 in Héhe von
6,8 Mrd. $

Chip-Gesetz der EU - Sudkoreanische ,K-Semi- CHIPS and Science Act
43 Mrd. € conductor Belt“-Strategie der USA: 52,7 Mrd. $

Anreizpaket fir

Steuervergunstigungen in Vietnamesische Steueran- Halbleiterinvestitionen

Zusatzliche Steueranreize Thailand fiir Halbleiterin-

in Taiwan reizpolitik fr Chip-Firmen in Indien im Wert von

titi
vestitionen 10 Mrd. $

Anreizpaket fur Halbleiter- Anreize fur Halbleiterin-
investitionen in Mexiko vestitionen in Kanada
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> HOHE DER IN EUROPA GEPLANTEN INVESTITIONEN IM VERGLEICH ZU DEN USA UND ASIEN BESCHRANKT
Das europaische 20-%-Ziel bis 2030 konnte sich angesichts der Groenordnung der in Stdkorea und Taiwan, aber auch in
den Vereinigten Staaten geplanten Investitionen als schwer erreichbar erweisen.

In den USA geplante GroBinvestitionen
. Erweiterung

. Neu

Analog Devices: 1Mrd. $  Micron: 15 Mrd. $
(Beaverton, Oreggn) (Boise, Idaho)

Micron: 20 Mrd. $
(Clay. NY) ® GlobalFoundries: 1 Mrd. $
(Malta, NY)

Intel 20 Mrd. $
(New Albany, Ohio)

.\X/olfspeed 5Mrd. $
(Chatham, N. Carolina)

Texas: 60,6 Mrd. $

@ Texas Instruments: 30 Mrd. $ (Sherman)
@ Samsung: 17 Mrd. $ (Taylor)

@ Texas Instruments: 6 Mrd. $ (Richardson)
@ GlobalWafers: 5 Mrd. $ (Sherman)
@ONXP: 2,6 Mrd. $ (Austin)

. Gesamt ;
ca 200 Mrd. $

Texas Instruments: .

3Mrd. $ (Lehi, Utah) Skywater: 5 Mrd. $

(West Lafayette
Indiana)

TSMC: 40 Mrd. $
(Phoenix, Arizona)

Intel: 20 Mrd. $
(Chandler, Arizona)

Intel: 3,5 Mrd. $
(Rio Rancho,
New Mexico)

In Asien geplante GroBinvestitionen

China: 45 Mrd. $

SMIC (Shanghai): 9 Mrd. $
SMIC (Tianjin): 7.5 Mrd. $
SMIC (Peking): 7.6 Mrd. $
SMIC (Shenzhen): 2,3 Mrd. $
CXMT (Hefel: 54 Mrd. $
YMTC (Wuhan): 7 Mrd. $
Hua Hong (Wuxi): 6,7 Mrd. $
Zensemi (Guangzhou): 1

Gesamt
ca. 500 Mrd. $

Indien v
India Foxconn/Vedanta
(Ahmedabad): 7.6 Mrd. $

® Singapur
UMC: 5 Mrd. $

1. 5 neue Werke bis 2042. 2. 4 neue Werke. 3. Uber einen Zeitraum von 5 Jahren.

Geplante GroBinvestitionen in Europa

Gesamt

_ca.90Mrd. € Intel: 30 Mrd. €
Intel: 12 Mrd. € .
(Leixlip, Irland)
STMicro/

GlobalFoundries: 7,5 Mrd. €
(Crolles, Frankreich)

. STMicro: 5 Mrd. €

(Catania, ltaly)

* Gemeinsames Projekt von TSMC, Bosch, NXP und Infineon.

Sudkorea: 340 Mrd. $
Samsung gesamt: 230 Mrd. $!
SK Hynix gesamt: 106 Mrd. $?
(SK Hynix Cheongju: 11 Mrd. $)
DB HiTek (Bucheon). 2 Mrd. $
SML/Samsung: 0.8 Mrd. $

Japan: 50 Mrd. $
) = TSMC gesamt: 20 Mrd. $
Mrd. $ . ?"

(TSMC Kumamoto: 8,6 Mrd. $)
Rapidus (Hokkaido): 30 Mrd. $
(staatliche Beihilfe)

(’ Taiwan: 70 Mrd. $
TSMC gesamt: 60 Mrd. $3
(TSMC Kaohsiung: 10 Mrd. $,

TSMC Hsinchu: 20 Mrd. $)
Nanya (Taipeh): 10 Mrd. $

Magdeburg, Deutschland)
' ® Intel: 4,2 Mrd. €
(Wroctaw, Polen)
Dresden, Deutschland:

@ GlobalFoundries: 8 Mrd. €
@ Bosch: 3 Mrd. €

@ Wolfspeed: 3 Mrd. €

@ TSMC: 10 Mrd. €

@ Infineon: 5 Mrd. €

Marz 2024 /7 5
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> ERHEBLICHES REGIONALES UNGLEICHGEW!ICHT BEI DER AUFTEILUNG DER INVESTITIONEN IN EUROPA

Der Vergleich zwischen der EU, den Vereinigten Staaten und China ist erschreckend. Den USA ist es gelungen, Investitionen
in Hohe von 200 bis 300 Mrd. $ an Land zu ziehen. Asien durfte in Anbetracht der Ankindigungen Studkoreas (wenn auch
Uber einen langeren Zeitraum) Investitionen in noch viel gréBerem Umfang mobilisieren. In Europa hingegen wird mit Inves-
titionen von nur knapp 100 Mrd. $ gerechnet.

Der GroBteil der geplanten Investitionen in Europa konzentriert sich bisher auf eine Handvoll Markte, allen voran Deutsch-
land. Die Ubrigen GroBprojekte betreffen Irland, Frankreich, Polen und Italien.

@ crveiterung Irland
@ Intel: 12 Mrd.
‘ Neu (Leixlip)

—————— Polen

@ Intel: 4.2 Mrd. €
(Wroctaw)

Deutschland 59 Mrd. (29 Mrd. € in

Frankreich

Dresd
@ STMicroelectronics/ Mraegsd:&)ﬂg
GlobalFoundries: 7,5 Mrd. € @ Intel: 30 Mrd €
(Crolles) Dresderl'wz .
‘ @ TSCM" 10 Mrd. €

@ Infineon: 5 Mrd. €
@ GlobalFoundries: 8 Mrd. €
@ Bosch: 3 Mrd. €

Italien @ Wolfspeed: 3 Mrd. €

@ STMicroelectronics: 5 Mrd. €
(Catania)
" Gemeinsames Projekt von TSMC, Bosch, NXP und Infineon. Quelle: Syndex.

> WELCHES POTENZIAL STEHT WELCHEN RISIKEN GEGENUBER?

Die Auflagen fur offentliche Beihilfen scheinen in der EU im Allgemeinen und fur Halbleiterprogramme im Besonderen
begrenzt zu sein. In den meisten Fallen sind diese Zuschusse an keine finanziellen, steuerlichen oder beschaftigungspo-
litischen Bedingungen geknupft. Im Zusammenhang mit den erwarteten massiven Beihilfen auf EU-Ebene. stellt sich die
Frage der Einfuhrung quantifizierter Bedingungen fUr die Gewahrung solcher Beihilfen.

In dieser Hinsicht sollte sich Europa am US-amerikanischen CHIPS and Science Act orientieren, das von den Begunstigten
die Aufnahme von Bestimmungen Uber die Ruckzahlung im Falle von steuerbefreiten Ertragen, Zahlungen an Aktionare
oder die Krankenversicherung der Beschaftigten verlangt.

Interessante Ansétze fiir mégliche Auflagen in Bezug auf die Beihilfen ...

.. die letztlich die Interessen aller ARteure in Einklang bringen Ronnten. Fur den Fall, dass die ursprunglich festgelegten
Bedingungen nicht erfuillt werden, ist eine vollstdndige oder teilweise Rickzahlung der offentlichen Beihilfen vorzusehen.

Beschaftigungs- @ Bedingungen fir die @ Umweltbedingungen
bedingungen Gewinnbeteiligung
- Bedingung in Bezug auf Stabilitat - Bessere Aufteilung der Wert- + Emissionsminderungsklausel
oder Wachstum der Belegschaft schopfung: Verpflichtung zur - Verpflichtungen zum
fuUr einen Zeitraum entsprechend Einfuhrung oder Verbesserung Wasserverbrauch
der Laufzeit der Investition. von Gewinnbeteiligungsme-
- Verpflichtung, einen chanismen.
Teil der Beihilfe (5 %?) in - Klausel, wonach Gewinne in
Weiterbildungsprogramme FUE innerhalb Europas zu rein-
fur Beschaftigte in der EU zu vestieren sind.

investieren (der Arbeitsplatz

von Beschaftigten, in die ein
Unternehmen in die Weiterbildung
investiert hat, ist potenziell weniger
gefahrdet).
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Eine europaische Strategie nimmt
allmahlich Gestalt an, aber es
bedarf noch weiterer Anstrengungen
in Bezug auf Kompetenzen,

Arbeitsbedingungen und

Umweltfragen

Investitionen in die Halbleiterbranche werden einen starken Anstieg der Beschdéftigung in diesem
Sektor nach sich ziehen, die laut Deloitte von derzeit 2 auf 3 Mio. Beschdftigte im Jahr 2030 steigen
wird. Dies wird die Spannungen bei der Personalbeschaffung verstarken, da bei vielen Kompetenzen
ein direkter Wettbewerb mit GAFAM und dem Automobilsektor, aber vor allem zwischen den
Regionen besteht. Wie alle Weltregionen ist auch Europa bereits jetzt mit einem Fachkrdftemangel im
Bereich der Mikroelektronik konfrontiert, der sich in den kommenden Jahren noch verschdrfen sollte.

Die erforderliche Konzentration auf
die Weiterbildung und die Gewinnung
von Talenten ist zwar auf europaischer
Ebene bereits Konsens, eine Quantifi-
zierung ist zum jetzigen Zeitpunkt je-
doch noch nicht erfolgt.

Die Strategie der Europaischen Union
im Rahmen des Chip-Gesetzes setzt
eine enge Verzahnung von Kompe-
tenzzentren, Hochschulen und priva-
ten Akteuren voraus.

Dies erfordert ein hohes Maf3 an Koor-
dinierung bei der Verteilung der Res-
sourcen und Spezialisierungen. Mit der
Einrichtung der European Chips Skills
2030 Academy soll dieses Ziel durch
folgende MaBnahmen erreicht werden:
+ Aufbau eines Hochschulnetzes und
von Ressourcen zur Unterstutzung
von Weiterbildung und Umschulun-
gen in der Industrie,

- Koordinierung mit  Kompetenz-
zentren,

- Initiativen  zur  Starkung  des
Branchenprofils.

Die Einrichtung von Kompetenzzentren
und die Verteilung der Aufgaben werden
also von entscheidender Bedeutung sein.

In diesem Stadium besteht die Gefahr,
dass die Ressourcen zu sparlich auf
eine Reihe von Mikrokompetenzzen-

tren verteilt werden sowie einer lang-
wierige Koordinierungsphase, die den
Erfolg der neuen Investitionen in Euro-
pa beeintrachtigen konnte.

Auch die Unternehmen scheinen stark
in die Verantwortung genommen zu
werden. Wie bereits ausgefuhrt, ist die
Attraktivitat von Halbleiterunterneh-
men ein zentrales Thema, das kurz-
und mittelfristig groBe Anstrengungen
erfordert, insbesondere in drei Berei-
chen (siehe Grafik auf der nachsten
Seite).

REIHE VON MASSNAHMEN KONNTE

DAZU BEITRAGEN, die Risiken in die-

sem fur Europa so wichtigen Bereich

zu begrenzen:

- auf Unternehmensseite: Anstren-
gungen zur Verbesserung der Ent-
gelt- und Arbeitsbedingungen,
einschlieBlich des Arbeitsschutzes,
Aufbau gemeinsamer \Werte auf der
Grundlage eines gemeinsamen Un-
ternehmensprojekts, umfangreiche
Investitionen in die Weiterbildung

der Beschaftigten,
- auf staatlicher Seite: Einrichtung
von  Weiterbildungskursen — und

Kommunikation zu diesem Thema,
Klarung der Frage der Verteilung
der Kompetenzzentren (Kernstuck
der EU-Strategie), Unterstutzung
fairer Mobilitat,

+ gemeinsame MaBnahmen: Ein-
richtung von offentlichen/privaten
Finanzierungsprogrammen fur Stu-
dien und rasche Festlegung eines
klaren &ffentlich/privaten Organisa-
tionsplans (EU, Lander, Regionen,
Hochschulen).

Die erfolgreiche Umsetzung des euro-
paischen Plans erfordert gemeinsame
Anstrengungen und ehrgeizige Forde-
rungen der Offentlichkeit.

Im Sinne der Nachhaltigkeit mUssen
die Fabs den AusstoB3 von Treibhaus-
gasen sowie den Abfall- und \¥asser-
verbrauch minimieren.

Scope 1 und 2 (Mio. CO2-Aq)

183
116
93
54
2020: 2030: 2030: 2030:
Industrie- Sz.1 Sz. 2" Netto null
emissionen

* Szenario 1 FortfUhrung der derzeitigen Dekarbonisie-
rungsmaBnahmen. ** Szenario 2: Erfullung der angekun-
digten Verpflichtungen. Quelle: ,Keeping the semiconductor
industry on the path to net zero" McKinsey. November 2022.

Es ist unwahrscheinlich, dass die Halb-
leiterindustrie den 1,5-Grad-Zielpfad
einhalten kann.
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In einem konservativen Szenario
wurden sich die CO2-Ag-Emissionen
zwischen 2020 und 2030 fast ver-
doppeln. Dies ist vor allem auf den
prognostizierten dynamischen Pro-

Syndex /7 Welt der Halbleiter

duktionsanstieg gemaB den jungs-
ten Ankundigungen der Halbleiter-
hersteller zurtckzufuhren. In einem
ehrgeizigeren Szenario mit einer Be-
grenzung der CO2-Ag-Emissionen

mussten einige Akteure ihren Plan
nachscharfen. Das Netto-Null-Ziel ist
jedoch nur mit drastischen Anderun-
gen zu erreichen.

> IN DREI BEREICHEN MUSS DIE VERANTWORTUNG DER UNTERNEHMEN WAHRGENOMMEN WERDEN

>> Arbeitsbedingungen

Die Branchenunternehmen
mussen sich unbedingt

aktiv mit dem Thema
Arbeitsbedingungen
auseinandersetzen und dartber
kommunizieren, um das
unattraktive Image in diesem
Bereich zu korrigieren (z. B.
Arbeitszeiten, Home-Office,
bezahlter Urlaub aus familiaren
Grunden usw.).

> ZU WENIG, ZU SPAT?

Europa hinkt hinterher.
Keiner der Tech-Riesen aus
Europa.

Die EU wird ihr 2030-Ziel
nicht erreichen.

Die Branche ist in Bezug
auf den Klimawandel
nicht auf Kurs.

>> Wettbewerbsfahige
Entgeltbedingungen

Die Halbleiterunternehmen stehen

>> Wertefragen (Vielfalt/ESG)

In Anbetracht der stark veranderten
Erwartungen der Beschaftigten

zunehmend im Wettbewerb
mit Branchen, die bei gleicher
Qualifikation deutlich héhere

Entgelte zahlen.

In diesem Zusammenhang mussen
die Unternehmen Uberlegungen
anstellen, damit das Gesamtpaket
fur die Beschaftigten stimmt.

Die EinfUhrung oder Verbesserung
von Mechanismen fir die
Wertschopfungsbeteiligung der
Beschaftigten ist ein Faktor fur

die Gewinnung und Bindung von
Mitarbeiter‘innen und verleiht dem
von der Unternehmensleitung
haufig im Munde gefthrten
,gemeinsamen Projekt’
Glaubwurdigkeit.

EU-Unterstutzung im
Vergleich zu anderen
Landern, die sich um
Investitionen bemuhen,
nicht besonders grof.

mussen die Unternehmen des Sektors
einer Reihe von Aspekten verstarkte

Aufmerksamkeit widmen:

Die Frage der gemeinsamen Werte
ist fur die Sinnstiftung der Arbeit und
der gemeinsamen Anstrengungen
von wesentlicher Bedeutung.

+ Auch beim Thema der Vielfalt

besteht Nachholbedarf in der
Branche laut GSA (Women in the
semiconductor industry, 2020)
war im Jahr 2020 nur 1 % der
Fuhrungspositionen mit Frauen
besetzt.

+ Umweltbelange, insbesondere

der Wasserverbrauch, mussen
in Anbetracht der Auswirkungen
der Tatigkeit des Sektors starker
berlcksichtigt werden.

Die europaischen Top-
Player decken nur 30 % des
Markts ab.

Mehr als 200 Mrd. $ an
Investitionen in den USA
angekundigt

Rund 100 Mrd. € in Europa

>> Positiv zu vermerken ist, dass sich die EU der Deindustrialisierung und des Ruckstands bewusst geworden ist. Die
EU hat zudem zur Kenntnis genommen, dass zahlreiche Lander auf der ganzen Welt industriepolitische MaBnahmen
ergriffen haben. Auch in der EU hat der Wandel bereits begonnen. Die Zukunft muss noch geschrieben werden.
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